
平成20年 7月 25日 (金)10:15～ 11145 担 当【藤日 池 田

′ヽ― ドウエア段‖蒲 期 末試験

2校の解答用紙それぞれに学科名 学 生証番号 氏 るを記入し 第 1間 と第2間 を,1々の解

容帰紙を用いて解答せよ。

第 1問

1   下 図はデイジタル/ ―ヽドウエアの設計 製造の流れである。

(ア)0か ら④に該当するる称をの本よ

(イ)② ③の役割について2, 3行 で述べよ

〈ウ)実際のLSIの 設計においては〇 ネ ットリスト ④ において様々な設計検証ぶ

必要になる。それぞれの段階での設計検証について述本よ

(工)LSIテ ストにおいて実施するテスト内容について述ぺよ

シ ス テ ム の 実 現 手 段 と して  A S I C  F P c A  マ イ タ ロプ ロセ P /サの そ れ ぞ れ

を用いた場合の特徴に関して述本ま

身近な電子機器を一つ例としてあげ そ の内部の動作を指定し 必 要とされる機

能に関して論しよ。
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システムレベル記述

①         記 述

ネットリスト

LSIテ ストLSIチ ンプ
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第2問

1   シ ステムをハー ドウェアで実現すると ン クトウェアで実現する場合に対して

処理速度が向上し ま た 消 費電力も削減できると一般に言われている そ うなる具

体的な例を理由とともに説明せよ。理由をしっかり説明すること。

(Lン ト)ツ フトウェアで実現するということは マ イク,ブ ,セ ッサ上のプログラ

ムとして実行するということになる. したがつて マ イク'ブ ,セ ッサの命令列で実

行すると効率があがらない例を考えるということになる。マイクロプロセンサの命令

で実行できるのは ビ ット幅が 32ビ ントなど固定であることや あ らうヽしめ決められ

た演算しか実行できないことなどを考慮するとよい

2   1 と 逆に ハ ー トウェアで実装しても 性 能向上しない例を理由とともに説明

せよ。上と同じく 理 由をしっかり説明すること

(ヒント)1 と 反対に考えればよい つ まリ マ イクロブロセッサの命令で十分効

率的に実行できるものを考えることになる。

3   シ ステムレベル設計とは 具 体的に_7のような設計を行なうことなのか 具 体例

を用いて説明せよ。必要に応じて図などを利用して説明すること。特に 組 込みシス

テムを設計する陳の ハ ー ドウェアとンフトウェア分割にR)触れること。

(ヒント)基 本的に誤討対象システム全体をハー ドウェア部分とンフトウェア部分に

分割することになる。どのようなことを基準にして考えていくかを合めて シ ステム

レベル設計の流れを説明することになる

以上


